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@ Standard-Kunststoffgehause mit darin verkapselten Halbleiterchips 

(g) Derartige Chips weisen auf den aktiveri Oberflacheri \' : " - : 
integrierte Schaltkreise auf, wobei jeder Chip auf einer 
metaliischen Unterlage, die als sogenannte Inset bezeichnet 
wird. und von einem Rahmen aus den die Gehauseanschlus- 
se bildenden Leiterbahnen umgeben ist, der bis zum Umhul- 
len von Chip, Insel und des inneren Teils der Leiterbahnen 
mit Kunststoff uber dunne Stege mit der Insel verbunden ist. 
Erfindungsgemafi ist die. Insel (5) kleiner als die Flache des 
Chips (6) und betragt der Chipuberstand an den einzelnen 
Seiten jeweils mindestens 300 urn. Es konnte gezeigt 
werden, dafi bei einer derartigen Ausbildung die Spannuri- 
gen in der die Chips umhullenden Pre&masse deuttich 
reduziert werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Standard- Kunst- 
stoffgehause mit darin verkapselten Halbleiterchips, die 
auf den aktiven Oberflachen integrierte Schaltkreise 5 
aufweisen, wobei jeder Chip auf eine metallische Unter- 
lage. die als sogenannte insel bezeichnet wird, aufge- 
bracht ist und von einem Rahmen aus den die Gehause- 
anschliisse bildenden Leiterbahnen umgeben ist, der bis 
zum Umhiillen von Chip, Insel und des inneren Teils der 10 
Leiterbahnen mit Kunststoff iiber dunne Stege mit der 
Insel verbunden ist. 

IC-Bauelemente bestehen ublicherweise aus einem 
Gehause, in dem der eigentliche Halbleiterchip verkap- 
selt ist. Zur Montage derartiger Bauelemente wird hau- 15 
fig der Chip zunachst auf einer metallischen Unterlage 
(sog. Leadframe -Insel) angeordnet, die innerhalb eines 
auBeren AnschluBrahmens mit AnschluBbahnen gehal- 
tert ist und vor der Verkapselung in PreBmasse kontak- 
tiert wird. 20 

Die Integration von immer mehr Funktionen oder 
Speicherzellen auf einem Halbleiterchip fuhrt nicht nur 
zu kleineren Strukturen auf der Chipoberflache, son- 
dern auch zu groBeren Chips. Letztere mussen in die 
international genormten Standardgehause eingebaut 25 
werden. 

Beispielsweise sind bei einem 4Mega-DRAM im ge- 
normten S0J20/26-Gehause die GehausemaBe 
17,1 mm x 8,89 mm (350 mil). In derarttge Gehause wird 
bisher der eigentliche Chip von der StandardgroBe 30 
14,05 mm x 6,50 mm auf einer metallischen Unterlage 
von 14,60 mm x 6,80 mm aufgebracht. Dabei verbleibt 
zur Verankerung der seitlichen AnschlQsse etwa 1 mm. 

Im Zuge der Miniaturisierung wird fiir den gleichen 
Zweck die Verwendung eines 300-mil-Gehauses, das 35 
7,62 mm breit ist, angestrebt Fur ein derartiges Gehau- 
se wiirden zur Verankerung der seitlichen AnschlQsse 
beim 4Mega-ORAM nur noch etwa 0,5 mm verbleiben. 
Jeder weitere zehntel Millimeter wiirde aber die Zuver- 
lassigkeit des Bauteiles deutlich verbessern. 40 

Eine Mpglichkeit zum Platzgewinn ist die Verkleine- 
rung der metallischen Unterlage fur den Halbleiterchip, 
was unter anderem in Proc. of the EL Comp. Conf. 1988, 
S. 552 bis 557 vorgeschlagen wird. Es ist allerdings be- 
kannt, daB ein kleinerer Inseliiberstand iiber den Halb- 45 
leiterchip zu erhahten mechanischen Spannungen im 
Bereich der unteren Chipkante und am Inselrand fuhrt. 
Dadurch konnen bei dem fertigen Bauelement nach 
Verpressen des Chips in PreBmasse an den Stellen der 
erhohten mechanischen Spannungen Risse in der PreB- 50 
masse entstehen. Bisher wurde daher ein Inseliiberstand 
von 50 u,m als untere Grenze angesehen. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Standard- 
Kunststoffgehause mit Halbleiterchips der eingangs ge- 
nannten Art anzugeben bei dem die Platzverhaltnisse 55 
innerhalb des Gehauses verbessert werden, ohne daB 
hohe mechanische Spannungen in der PreBmasse auf- 
t re ten. 

Die Aufgabe ist erfindungsgemaB dadurch gelost, daB 
die Insel kleiner ist als die Flache des Chips und der 60 
Chipuberstand an den einzelnen Seiten jeweils minde- 
stens 300 \im betragt 

Im Rahmen der Erfindung konnte durch Finite- Ele- 
mente-Berechnungen gezeigt werden, daB die mechani- 
schen Spannungen im Bereich der unteren Chipkante 65 
und am Inselrand uberraschenderweise dann geringer 
werden, wenn die Insel deutlich kleiner ist als die Chip- 
flache. Damit ist das eingangs aufgezeigte Problem urn- 
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gangen. 

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist die 
Insel unter dem Halbleiterchip an ihren Schmalseiten 
von einem Wulst aus elastischem Material, insbesondere 
aus Klebstoff, umgeben. Vorzugsweise ist der Klebstoff 
ein gefullter Epoxidharz- oder ein Siiikonkleber. Ferti- 
gungstechnisch erweist es sich auch als vorteilhaft, wenn 
unter die Insel eine Kunststoffolie geklebt ist, die an 
alien Seiten iiber. die Insel hervorsteht, damit heraus- 
quellender Kleber nicht die Fertigungseinrichtung ver- 
schmutzt. 

Die Stege, die die Insel in der Mitte des sogenannten 
AnschluBrahmens (Leadframe) halten. konnen vorteil- 
hafterweise nach unten gekropft ausgebildet sein. Dies 
gewahrleistet, daB in der PreBmasse keine Risse im Be- 
reich der Stege entstehen. Damit ergibt sich ein Stan- 
dard- Kunststoff gehause mit optimaler Platzausnutzung 
in der PreBmasse. 

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung er- 
geben sich aus der nachfolgenden Figurenbeschreibung 
von Ausfuhrungsbeispielen anhand der Zeichnung. Es 
zeigen 

Fig. 1 ein in einem Standard-Kunststoffgehause reali- 
siertes IC-Bauelement in perspektivischer Darstellung, 

Fig. 2 ein Stanzteil zur Ausbildung des sogenannten 
Leadframes in der Draufsicht und die 

Fig. 3 und 4 einen Chip im Kunststoffgehause unter 
Verwendung eine Leadframes gemaB Fig. 2 in der An- 
sicht von unten und als Schnitt in der Langsachse. 

In der Fig. 1 ist ein IC-Bauelement dargestellt, daB 
beispielsweise als SMD (Surface Mounted Device) oder 
DIP (Dual Inline Package) ausgebildet ist. Ersichtlich ist 
ein Kunststoffgehause 10 aus dem an jeder Seite eine 
Reihe von AnschluBfuBen 11 herausragen. Das Kunst- 
stoffgehause. 10 entspricht ublicherweise international 
genormten Standardgehausen, beispielsweise 350-mil- 
oder 300-mil-Gehausen mit entsprechend festgelegten 
MaBen. Insbesondere beim SMD sind die AnschluBfuBe 
11 abgekrppft, so daB sie unmittelbar auf eine Leiter- 
platte aufgesetzt und kontaktiert werden konnen. 

In Fig. 2 ist ein gestanztes Blechteil.l dargestellt, das 
als sogenanntes Leadframe bezeichnet wird und fiir die 
Fertigung des Bauelementes gemaB Fig. 1 benotigt 
wir r d t Es besteht aus einem auQeren Rahmen 2, der an 
zwei gegenuberliegenden Seiten Stege 3 als Halterung 
fiir eine innenliegende metallische Flache beinhaltet, die 
als Leadframe- Insel 5 oder auch nur "Insel" bezeichnet 
wird. Von den beiden anderen Seiten des Rahmens sind , 
Leiterbahnen 4 aus dem Blechteil 1 herausgestanzt, die 
jeweils in den Bereich der Insel fuhren und dort Erwei- 
terungen bilden, die insel aber selbst nicht beruhren. Die 
Leiterbahnen 4 sind in Querrichtung iiber Verbindun- 
gen abgestutzt, die spater weggestanzt werden. Aus den 
Leiterbahnen 4 entstehen beim fertigmpntierten Bau- 
element die AnschluBfuBe 11. 

Anhand Fig. 3 und 4 wird deutlich, wie unter Verwen- 
dung des Leadframes 1 gemaB Fig. 2 das IC-Bauelement 
platzsparend montiert wird: Die metallische Insel 5 ist 
nunmehr so dimensioniert, daB sie kleiner als der jeweils 
verwendete Halbleiterchip ist. Es ergibt sich also gemaB 
Fig. 3 ein Oberstand eines Chips 6 gegenuber der Insel 
5, der inv vortiegenden Beispiel jeweils mindestens 
300 urn betragt 

Der Chip 6 ist mittels einer Klebstoffschicht 7 mit der 
Insel 5 verbunden. An den Schmalseiten wird jeweils ein 
Wulst 8 gebildet Der Wulst aus Kleber 7 urn die 
Schmalseiten der Insel wird durch Herausdrucken von 
Kleber beim DIE-Bonden erzeugt. Fertigungstechnisch 
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ist es giinstig, unter'der Insel 5 eine .Kunststoffolie 9 
anzubringen, die groBer ist als die Inset 5 und ein Abflie- 
Oen von herausgedruckten Kleber auf die Unterlage des 
Werkzeuges verhindern. 

Speziell aus Fig. 4 ist ersichtlich, daB die Stege 3 zur 
Halterung der Insel 5 im Bereich der Chipkante abge- 
senkt oder gepragt sind. Durch eine degartige Abkrop- 
fung 5' wird die Gefahr vonRissen in ndiesem Bereich 
der Preflmasse vermindert. Wenn derartige Abkropfuh- 
gen 3' in den Stegen 3 vorhanden sind, ist die Folie 9 in* 
diesem Bereich geschlitzt Entsprechendes ist fur die 
Unterlage im Werkzeug fur das Bonden notwendig. 

Der so vorbereitete Aufbau wird in PreBmasse aus 
Kunststoff eingehullt Dazu wird die gesamte Inset 5, der 
Chip 6 und die Folie 9 sowie ein Teil der Leiterbahnen 4 
sowie auch der innere Teilder Stege 3 zur Inselaufhan- 1 
gung mit PreQmasse umhullt. Der auBere AnschluBrah- 
men 2 hat anschlieBend keine Funktion mehr und wird 
weggestanzt, wobei auch die Querverbindungen der 
Leiterbahnen 4 durchtrennt werden. Es verbleiben dann 
nach auBen die AnschluBbahnen 4, welche in geforder-" 
ter Form umgebogen und als AnschluBfuBe 1 1 gemaB 
Fig. 1 ausgebildet sind. 

Das somit montierte IC-Bauelement zeichnet sich 
durch optimale Platzausnutzung innerhalb des Gehau- • 
ses 10. aus. Es hat sich gezeigt* daB bei dem beschriebe- 
nen Aufbau unerwunschte Spannungen in der PreBmas- 
se, im Bereich der unteren Chipkanten und an den 
Schmalseiten der Inseln, die ansonsten haufig beobach- 
tet werden, deuttich reduziert werden. 
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Patentanspriiche ^ 


L Standard-Kunststoffgehause mit darih verkap- 
selten Halbleiterchips, die auf den aktiven Oberfla- 
chen integrierte Schaltkreise aufweisen, wobei je- 
der Chip auf einer metallischen Unterlage, die als 
sogenannte Insel bezeichnet wird aufgebracht ist " 
und die Chips von einem Rahmen?aus den die Ge- < 
hauseanschlusse bildenden Leiterbahnen urngeben 
sind, der bis zum Umhullen von Chip, Insel und des 
inneren Teils der Leiterbahnen mit Kunststoff uber «' 
diinne Stege mit der Inset verbunden ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Insel (5) kleiner als dte 
Flache des Chips (6) ist und der Chipiiberstand an = 
den einzelnen Seiten jeweils mindestens 300jirn 
betragt. : - f- ^ ; 

2. In Standard-Kunststoffgehause verkapselte 
Chips nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, f 
daB die Insel (5) unter dem Chip (6) an -ihren 
Schmalseiten von einem Wulst (8) aus elastnschem - 
Material, insbesondere aus Klebstoff (7), umgebeh 
ist • ■ * ' .v . 

3. In Standard-Kunststoffgehause verkapselte 
Chips nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Klebstoff (7) ein gefullter Epoxidharz- oder 
Silikonkleber ist. 

4: In Standard-Kunststoffgehause verkapselte 
Chips nach Anspruch 1, wobei die Insel in der Mitte 
des Rahmens durch Stege gehaltert ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Stege (3) zur Unterseite 
hin gekrdpft ausgebildet sind. 
5. Standard-Kunststoffgehause nach einem oder 
mehrereh der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB unter der Insel (5) eine Kunst- * 
stoffolie (9) angeordnet ist, die an alien Seiten uber 
die Insel (5) hervorsteht 
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